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(57) Abstract: A method for producing a housing (31) for an
electronic component (40) is disclosed, in which, in a three-
dimensional forming process using a plastic, a housing part
group (20) of a plurality of coherent plastic housing parts
(21) is produced and the housing part group (20) is divided
using a separating method into a plurality of individual
plastic housing parts (21), of which each forms at least one
part of a housing (31), wherein the forming process is a
transfer moulding or a compression moulding process,
wherein a mould (90) is used for the forming process which
has mould pins (93), by means of which first side surtaces
(23) moulded during the forming process are generated on
each of the plastic housing parts (21), wherein second side
surfaces (24) are generated on each of the plastic housing
parts (21) by the separating method, and wherein the first and
second side surfaces (23, 24) form outer surfaces of the
plastic housing parts (21). In addition, a method for
producing an electronic component with a housing of this
type, a housing for an electronic component, and an
electronic component with a housing of this type are
disclosed.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines Gehéuses (31) fiir ein elektronisches Bauelement (40)angegeben, bei dem in einem
dreidimensionalen Formprozess mit einem Kunststoff ein Gehduseteileverbund (20) einer Mehrzahl zusammenhédngender
Kunststoftgehduseteile (21) hergestellt wird unddurch ein Trennverfahren der Gehiduseteileverbund (20) in eine Mehrzahl
einzelner Kunststoffgehduseteile (21) zerteilt wird, von denen jedes zumindest einen Teil eines Gehduses (31) bildet, wobei der
Formprozess Transfer-Spritzpressen oder Formpressen ist,wobei fiir den Formprozess ein Formwerkzeug (90) verwendet wird, das
Formstifte (93) aufweist, durch die beim Formprozess angeformte erste Seitenflichen (23) an jedem der Kunststoffgehduseteile
(21) erzeugt werden,wobei durch das Trennverfahren an jedem der Kunststoffgehduseteile (21) zweite Seitentlachen (24) erzeugt
werden undwobei die ersten und zweiten Seitenflachen (23, 24) Auflenfldchen der Kunststoffgehduseteile (21) bilden. Weiterhin
werden ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements mit einem solchen Gehiuse, ein Gehduse fiir ein
elektronisches Bauelement und ein elektronisches Bauelement mit einem solchen Gehduse angegeben.
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Beschreibung

Verfahren zur Herstellung eines Gehduses flir ein
elektronisches Bauelement und eines elektronischen
Bauelements, Gehduse fur ein elektronisches Bauelement und

elektronisches Bauelement

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2014 103 942.4, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines Gehduses fir ein
elektronisches Rauelement angegeben. Weiterhin wird ein
Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements
mit einem solchen Gehause angegeben. Weiterhin werden ein
Gehduse flir ein elektronisches Bauelement und ein
elektronisches Rauelement mit einem solchen Gehause

angegeben.

Gehduse flur elektronische Bauelement werden oft in einem
Verbund hergestellt, der dann in die einzelnen Gehdause
zerteilt wird. Durch das Zerteilen, das Ublicherweise entlang
zueinander orthogonaler und paralleler Trennungslinien
erfolgt, weisen die Gehduse typischerweise eine rechteckige

Grundform auf, die jedoch nicht immer vorteilhaft ist.

Zumindest eine Aufgabe von bestimmten Ausfihrungsformen ist
es, ein Verfahren zur Herstellung eines Gehduses fiir ein
elektronisches Bauelement anzugeben, das eine von einer

rechteckigen Grundform abweichende Gehausegrundform erlaubt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird bei einem

Verfahren zur Herstellung eines Gehauses fir ein
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elektronisches Bauelement ein dreidimensionaler Formprozesses
verwendet. Durch einen solchen dreidimensionalen Formprozess
ist es moglich, ein Gehaduseteil, das aus einem Kunststoff ist
und das zumindest einen Teil des Gehduses bildet, mit einer
vordefinierten Form herzustellen. Insbesondere kann hierbei
ein Gehauseteileverbund einer Mehrzahl zusammenhangender
Kunststoffgehduseteile hergestellt werden, also ein Formteil,
das aus einer Vielzahl zusammenhdngender
Kunststoffgehduseteile gebildet wird. Ein solches Formteil
kann auch als Nutzen (,panel™) bezeichnet werden. Zwischen
den Kunststoffgehduseteilen sind Bereiche aus dem Kunststoff
vorhanden, entlang derer nach dem dreidimensionalen
Formprozess eine Vereinzelung zur Trennung der
Kunststoffgehduseteile durchgefihrt wird. Die Vereinzelung
kann entlang vorgestimmter Trennlinien bevorzugt mittels
Sagen oder Trennschleifen erfolgen. Weiterhin ké&nnen
beispielsweise auch Brechen, Ritzen, Stanzen, Lasertrennen
oder eine Kombination der genannten Verfahren zur
Vereinzelung durchgefiihrt werden. Die Trennlinien kénnen
bevorzugt zueinander parallel und orthogonal sein, so dass
jedes Kunststoffgehaduseteil entlang von Trennlinien aus dem

Verbund herausgeldst wird, die rechteckige Bereiche bilden.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform ist der dreidimensionale
Formprozess Transfer-Spritzpressen ("transfer molding").
Dabei wird das zu formende Material, im Falle des hier
beschriebenen Gehduses ein Kunststoffmaterial, in eine
heizbare Kammer eines Formwerkzeugs eingelegt. Von dieser
wird das zu formende Material durch Einwirkung von Warme
und/oder Druck in eine Formkammer gepresst, die eine durch
Hohlrdume gebildete Negativform des Gehduseteileverbunds

aufweist.
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Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform ist der dreidimensionale
Formprozess Formpressen ("compression molding"). Dabei wird
das zu formende Material, im Falle des hier beschriebenen
Gehduses ein Kunststoffmaterial, in die Formkammer eines
Formwerkzeugs eingebracht, die eine durch Hohlrdaume gebildete
Negativform des Gehauseverbunds aufweist. Durch Einwirkung
von Warme und/oder Druck wird das zu formende Material in die

gewlinschte Form gebracht.

Das Kunststoffmaterial kann je nach Formprozess
beispielsweise ein Thermoplast oder ein Duroplast aufweisen
oder daraus sein. Beispielsweise kann das Kunststoffmaterial
Siloxane, Epoxide, Acrylate, Methylmethacrylate, Imide,
Carbonate, Olefine, Styrole, Urethane oder Derivate davon in
Form von Monomeren, Oligomeren oder Polymeren und weiterhin
auch Mischungen, Copolymeren oder Verbindungen damit
aufweisen. Beigpielsweise kann das Kunststoffmaterial ein
Epoxidharz, Polymethylmethacrylat (PMMA), Polystyrol,
Polycarbonat, Polyacrylat, Polyurethan oder ein Silikonharz
wie etwa Polysiloxan oder Mischungen daraus umfassen oder

sein.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform wird flir den Formprozess
ein Formwerkzeug verwendet. Das Formwerkzeug weist eine
Formkammer auf, die, gegebenenfalls mit in die Formkammer
eingelegten zu umformenden Elementen, eine Negativform des zu
formenden Gehduseteileverbunds bildet. Insbesondere weist das
Formwerkzeug Formstifte in der Formkammer auf, durch die beim
Formprozess angeformte erste Seitenflichen an jedem der
Kunststoffgehduseteile erzeugt werden. Insbesondere werden
durch die Formstifte die ersten Seitenfldchen als
AuBenfldchen der spater vereinzelten Kunststoffgehduseteile

hergestellt. Mit anderen Worten befindet sich in der
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Formkammer des Formwerkzeugs eine Mehrzahl von Formstiften,
die nicht dafiir vorgesehen sind, Kavitdten oder andere
Hohlraume innerhalb der Gehduseteile herzustellen, sondern
die dazu dienen, AubBenfldchen bildende erste Seitenfldchen zu
erzeugen. Die Formstifte befinden sich somit an Positionen,
die jeweils an oder zwischen Kanten und/oder Ecken der spéater
vereinzelten Kunststoffgehduseteile liegen und die im
fertiggestellten aber noch nicht vereinzelten
Gehduseteileverbund in diesen Rereichen Aussparungen,

insbesondere durchgehende Offnungen, bewirken.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform weisen die Formstifte
eine Querschnittsfliache parallel zur Haupterstreckungsebene
der Gehduseteileverbunds auf, die in den Richtungen senkrecht
zu den Trennlinien, entlang derer der Gehauseteileverbund in
einzelne Kunststoffgehiduseteile zerteilt wird, eine grdBere
Ausdehnung aufweisen als die Trennlinien. Mit anderen Worten
sind die durch die Formstifte gebildeten Aussparungen im
Gehduseteileverbund breiter als die Breite der Trennlinien,
die beisgspielsweise Sdge- oder Trennschleifspuren sein kdnnen.
Dadurch ergeben sich beim Zerteilen des Gehaduseteilenutzens
die durch die ersten Seitenfldchen gebildeten Aulenwdnde der
Kunststoffgehduseteile, die nicht durch das Trennverfahren,
sondern durch das Formwerkzeug und insbesondere durch die

Formstifte definiert werden.

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform werden durch das
Trennverfahren zur Zerteilung des Gehaduseteileverbunds in
eine Mehrzahl einzelner Kunststoffgehduseteile an jedem der
Kunststoffgehduseteile zweite Seitenfldchen erzeugt, die
ebenfalls AuBenfldchen der Kunststoffgehduseteile bilden. Die
zweiten Seitenfldchen sind aufgrund des unterschiedlichen

Herstellungsverfahrens von den ersten Seitenflédchen
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unterscheidbar, da die zweiten Seitenfldchen entsprechend dem
durchgefithrten Trennverfahren Rearbeitungsspuren aufweisen
kébnnen, so beispielsweise Schleif- oder S&gespuren, die
zumindest mit mikroskopischen Verfahren nachweisbar sein
kénnen. Da die ersten Seitenfldchen durch den Formprozess
hergestellt werden, weisen diese keine Spuren eines solchen

Trennverfahrens auf.

Gemal einer weiteren, besonders bevorzugten Ausfithrungsform
weist ein Verfahren zur Herstellung eines Gehduses fiir ein
elektronisches Bauelement die folgenden Merkmale auf:

- In einem dreidimensionalen Formprozess wird mit einem
Kunststoff ein Gehduseteileverbund einer Mehrzahl
zusammenhdngender Kunststoffgehduseteile hergestellt.

- Der Formprozess ist Transfer-Spritzpressen oder
Formpressen.

- Durch ein Trennverfahren wird der Gehaduseteileverbund in
eine Mehrzahl einzelner Kunststoffgehduseteile zerteilt,
von denen jedes zumindest einen Teil eines Gehduses bildet.

- Flir den Formprozess wird ein Formwerkzeug verwendet, das
Formstifte aufweist, durch die beim Formprozess angeformte
erste Seitenfldchen an jedem der Kunststoffgehduseteile
erzeugt werden.

- Durch das Trennverfahren werden an jedem der
Kunststoffgehduseteile zweite Seitenfldchen erzeugt.

- Die ersten und zweiten Seitenfldchen bilden AuBenfldchen

der vereinzelten Kunststoffgehaduseteile.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist ein Gehduse flr
ein elektronisches Bauelement, das durch das hier
beschriebene Verfahren hergestellt wird, ein
Kunststoffgehduseteil mit angeformten ersten Seitenfliachen

und durch ein Trennverfahren erzeugte zweite Seitenfldchen
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auf, wobeil die ersten und zweiten Seitenfladchen AubBenflidchen

des Kunststoffgehduseteils bilden.

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform wird ein elektronisches
Bauelement mit einem Gehduse hergestellt, das das Verfahren

zur Herstellung des Gehauses umfasst.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist ein elektronisches
Bauelement ein mittels des hier beschriebenen Verfahren

hergestelltes Gehduse auf.

Die vorab und im Folgenden beschriebenen Merkmale und
Ausfiihrungsformen gelten gleichermalen fir alle hier

beschriebenen Verfahren und Gegenstande.

Den hier beschriebenen Verfahren und Gegenstanden liegen die
folgenden Uberlegungen zugrunde. Zur Massenfertigung von
elektronischen BRauelementen mit Gehdusen werden Gehduseteile
in einem Verbund einer Vielzahl von Gehduseteilen gefertigt,
aus dem die einzelnen Gehauseteile flir die Bauelemente durch
Vereinzeln herausgeldst werden. Das Vereinzeln erfolgt
vorzugsweise entlang paralleler und zueinander senkrechter
Sdgelinien, so dass die vereinzelten Gehduseteile ohne die
zusatzlichen ersten Seitenflédchen, die durch den Formprozess
hergestellt werden, aufgrund der durch das Trennverfahren
erzeugten zweiten Seitenfldchen rechteckige Grundfldchen
aufweisen wirden, die tUblicherweise senkrecht zur Grundflache
sind. Derartige Rechteckformen sind jedoch in manchen Fallen
unginstig, etwa wenn ein Bauelement in einer runden
Aussparung, beispielsweise in einer entsprechenden Aussparung
einer Linse, angeordnet werden soll oder wenn geneigte

Seitenflachen bendtigt werden.
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Um von Rechtecksformen abweichende AuRenkonturen von Gehdusen
zUu erreichen, wird im Stand der Technik idblicherweise ein
Spritzgussverfahren (,injection molding™) verwendet, mit dem
die AuBenkonturen frei wahlbar herstellbar sind. Jedoch haben
elektronische Rauelemente, die derart hergestellte Gehdause
aufweisen, oftmals den Nachteil, dass die thermische
Performance weniger gut als bei mittels Transferpressens oder
Formpressens hergestellten Bauelementen ist. Dariber hinaus
lassen sich bei mit Spritzgussverfahren hergestellten
Gehdusen giinstige Herstellungskosten blicherweise erst bei
wesentlich hdéheren Stickzahlen als bei mit Transfer-Pressen

oder Formpressen hergestellten Gehdusen erzielen.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform weist das Formwerkzeug,
das fir das hier beschriebene Verfahren zur Herstellung eines
Gehduses fir ein elektronisches Bauelement verwendet wird,
eine untere und eine obere Formwerkzeughdlfte auf, die
zusammengefigt einen Hohlraum bilden, in dem der
Gehduseteileverbund hergestellt wird. Die untere und die
obere Formwerkzeughdlfte kénnen jeweils ein- oder mehrstiickig
ausgebildet sein und bilden die Formkammer, die,
gegebenenfalls mit in die Formkammer eingelegte und zu
umformende Komponenten, eine Negativform des spater
fertiggestellten Gehduseteileverbunds darstellt. Die
Formstifte, die zur Ausbildung der ersten Seitenflédchen
fihren, sind Teil der unteren und/oder oberen
Formwerkzeughadalften. Mit anderen Worten sind die Formstifte
als Erhebungen in der unteren und/oder oberen
Formwerkzeughadlfte ausgebildet. Hierbei kann es auch sein,
dass die Formstifte beispielsweise zweiteilig ausgebildet
sind und jeder Formstift einen Teil aufweist, der Teil der
unteren Formwerkzeughdlfte ist, wahrend der andere Teil Jjedes

Formstifts Teil der oberen Formwerkzeughalfte ist. In diesem
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Fall werden die Formstifte somit durch das Zusammenfiigen der
unteren und oberen Formwerkzeughadlfte gebildet. Sollen die
Gehduseteile Oberflachenstrukturen wie beispielsweise
Erhebungen oder Vertiefungen in Ober- oder Unterseiten
aufweisen, weilsen die untere und/oder obere
Formwerkzeughdlfte weitere Erhebungen oder Vertiefungen als
Negativform der gewinschten Oberflachenstrukturen der
Kunststoffgehduseteile auf. Reispielsweise kdnnen im
Formwerkzeug zusdtzlich zu den Formstiften Formelemente
vorhanden sein, durch die beim Formprozess Kavitédten, also
Vertiefungen oder Aussparungen, in den
Kunststoffgehduseteilen des Gehaduseteileverbunds hergestellt
werden. Insbesondere kénnen die Formelemente Teile der
gleichen Formwerkzeughalfte sein wie die Formstifte und somit
von der gleichen Seite her in die Formkammer ragen wie die

Formstifte.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weisen die
Kunststoffgehduseteile jeweils eine Leiterrahmeneinheit auf,
an die das jeweilige Kunststoffgehiduseteil angeformt wird.
Insbesondere kodnnen eine solche Leiterrahmeneinheit und ein
daran angeformtes Kunststoffgehiduseteil ein so genanntes QFN-
Gehduse (QFN: ,quad flat no leads™)oder zumindest einen Teil
hiervon bilden. Hierzu kann im Formprozess an einen
Leiterrahmenverbund einer Mehrzahl von zusammenhangenden
Leiterrahmeneinheiten der Gehduseteileverbund angeformt
werden. Der Leiterrahmenverbund wird hierzu vor dem
Formprozess in das Formwerkzeug eingelegt. Der
Leiterrahmenverbund wird anschlielRend zusammen mit dem

Gehduseteileverbund durch das Trennverfahren zerteilt.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform liegen die Formstifte

wahrend des Formprozesses auf dem Leiterrahmenverbund auf.
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Insbesondere kénnen die Formstifte hierbei mit dem
Leiterrahmenverbund abdichten, also in einer fir das
Kunststoffmaterial zur Herstellung des Gehaduseteileverbunds
abdichtenden Weise auf dem Leiterrahmenverbund aufliegen.
Beispielsweise konnen die Formstifte hierzu Teil einer oberen
Formwerkzeughalfte sein, wadhrend der Leiterrahmenverbund vor
dem Formprozess in die untere Formwerkzeughdlfte eingelegt

wird.

Gemal einer weiteren Ausfiihrungsform weist das Formwerkzeug
zusdtzlich zu den Formstiften Formelemente auf, durch die
beim Formprozess Kavitdten in den Kunststoffgehduseteilen des
Gehduseteileverbunds hergestellt werden. In den Kavitadten
kann bevorzugt jeweils ein Teil einer Leiterrahmeneinheit
frei von Kunststoff sein. Somit koénnen mit Hilfe der
Formelemente Vertiefungen in Form der Kavitaten in den
Kunststoffgehduseteilen hergestellt werden, deren Bodenflédche
durch Teile der jeweiligen Leiterrahmeneinheit gebildet
werden. Liegen, wie vorab beschrieben, die Formstifte wahrend
des Formprozess auf dem Leiterrahmenverbund auf, so weisen
die Formstifte und Formelemente vorzugsweise eine gleiche

Hohe auf.

Durch eine entsprechende Geometrie des Leiterrahmenverbunds
ist es hierdurch mdéglich, beispielsweise die obere
Formwerkzeughalfte allein auf dem Leiterrahmenverbund
aufzusetzen, sodass die Dichtflidchen beim Formprozess alle
auf einer Ebene liegen, die durch die der unteren
Werkzeughalfte abgewandte Oberfldche des Leiterrahmenverbunds
gebildet wird. Hierdurch wird es mdéglich, dass die gleichen
Toleranzen fir die Formstifte wie auch flir die Formelemente
gelten, sodass beim Trennverfahren beispielsweise durch Sagen

kein Flitter oder Ahnliches entsteht. Dadurch, dass die
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Formstifte auf dem Leiterrahmenverbund aufliegen und mit
diesem abdichten, sind bei den spater vereinzelten
Leiterrahmeneinheiten mit den angeformten
Kunststoffgehduseteilen Bereiche des Leiterrahmens an den
ersten Seitenfldchen sichtbar. Besonders vorteilhaft kann es
sein, wenn die Bereiche des Leiterrahmenverbunds entlang der
Trennlinien zur Vereinzelung wenigstens teilweise eine volle
Materialstarke, also eine maximale Dicke des Leiterrahmens
aufweisen. Weiterhin kann es vorteilhaft sein, wenn die
Vereinzelung des Leiterrahmenverbunds mit dem angeformten
Gehduseteileverbund von der Rickseite, also von der
Leiterrahmenseite, her erfolgt. Dadurch kann verhindert
werden, dass im Falle Sagen als Vereinzelungsverfahren an der
Rickseite Grate entstehen. Eine derartige Vereinzelung ist
insbesondere auch dann vorteilhaft, wenn das fertiggestellte

Gehduse Lot-Kontrollstrukturen aufweist.

Gemédl einer weiteren Ausfithrungsform weist der
Leiterrahmenverbund Offnungen auf, durch die die Formstifte
wahrend des Formprozesses hindurchragen. Mit anderen Worten
wird in das Formwerkzeug, beispielsweise in die untere
Formwerkzeughdlfte, ein Leiterrahmenverbund eingelegt, der
Offnungen in den Bereichen aufweist, in denen bei
geschlossenem Formwerkzeug Formstifte vorhanden sind. Die
Formstifte kdénnen beispielsweise an der oberen
Formwerkzeughalfte angeordnet sein und durch das
Zusammenfiigen der Formwerkzeughidlften in die Offnungen im
Leiterrahmenverbund hineinragen. Insbesondere ist es hierbei
vorteilhaft, wenn die Formstifte auf der gegeniiberliegenden
Formwerkzeughalfte, also im beschriebenen Fall auf der
unteren Formwerkzeughdlfte, aufliegen und mit dieser
abdichten. Alternativ hierzu ist es auch mdéglich, dass die

Formstifte Teil der unteren Formwerkzeughdlfte sind, in die
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der Leiterrahmenverbund vor dem Formprozess eingelegt wird,
sodass die Formstifte bereits nach der Anordnung des
Leiterrahmenverbunds in der unteren Formwerkzeughdlfte durch
die Offnungen im Leiterrahmenverbund hindurchragen. Besonders
vorteilhaft ist es hierbei, wenn die Formstifte mit der
gegeniiberliegenden, also im vorliegenden Fall der oberen,
Formwerkzeughalfte aufliegen und mit dieser abdichten. Weist
das Formwerkzeug zusédtzlich zu den Formstiften Formelemente
auf, durch die beim Formprozess Kavitdten in Form von
Vertiefungen in den Kunststoffgehduseteilen des
Gehduseteileverbunds hergestellt werden, in denen
beispielsweise ein Teil einer jeweiligen Leiterrahmeneinheit
frei von Kunststoff ist, so weisen die Formelemente eine
geringere HoOhe als die Formstifte auf, da die Formstifte
durch den Leiterrahmenverbund hindurchragen, wahrend die
Formelemente auf dem Leiterrahmenverbund aufliegen. Die
Formstifte haben in diesem Fall also vorzugsweise eine um die

Leiterrahmendicke groBere HOhe als die Formelemente.

Bei dieser Ausfiithrungsform braucht der Leiterrahmen
vorzugsweise nicht so gestaltet zu werden, dass die
Formstifte auf einem Vollmaterial, also einem
Leiterrahmenbereich mit voller Materialstarke, aufsetzen
konnen. Weiterhin kann mit Vorteil erreicht werden, dass im
Bereich der ersten Seitenflachen das Leiterrahmenmaterial
zumindest teilweise vom Kunststoff umformt ist, sodass die
Leiterrahmeneinheiten im Rereich der ersten Seitenflachen vom

Kunststoffmaterial verdeckt sind.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform wird zur Herstellung
eines elektronischen Bauelements ein elektronischer
Halbleiterchip in einem Geh&duse angeordnet, das mit dem

beschriebenen Verfahren hergestellt wird. Weist das Gehdause
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ein an eine Leiterrahmeneinheit angeformtes
Kunststoffgehduseteil auf, so kann der Halbleiterchip
insbesondere nach dem Formprozess und vor dem Vereinzeln des
Nutzens oder auch nach dem Vereinzelungsprozess im Gehause
angeordnet werden. Die elektronischen Halbleiterchips kénnen
beispielsweise optoelektronische Halbleiterchips wie etwa
Leuchtdiodenchips oder Fotodiodenchips sein. Weiterhin kodnnen
die elektronischen Halbleiterchips auch andere, nicht-
optoelektronisch aktive Halbleiterchips wie etwa Transistoren
oder integrierte Schaltkreise sein. Die Halbleiterchips
kénnen zusdtzliche Schichten aufweisen, beispielsweise im
Fall von Licht emittierenden Halbleiterchips

Wellenld@ngenkonversionsschichten.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform wird der Halbleiterchip
mittels des Formprozesses mit dem Kunststoffgehauseteil
umformt. Hierzu kann mit Vorteil beim Verfahren zur
Herstellung des Gehdauses eine Mehrzahl von Halbleiterchips
auf einer Folie oder einem Leiterrahmenverbund bereitgestellt
werden. Die Folie oder der Leiterrahmenverbund mit der
Mehrzahl von Halbleiterchips wird in das Formwerkzeug
eingelegt. Im Falle einer Folie liegen die Formstifte wahrend
des Formprozesses auf der Folie auf und dichten vorzugsweise
mit dieser ab. Bei einem derartigen Folien-unterstiitzten
Formverfahren (,foil assisted molding") kann somit eine
Mehrzahl von Halbleiterchips gleichzeitig mit dem
Kunststoffmaterial zur Ausbildung des Gehduseteileverbunds
umformt werden. Weiterhin ist es auch méglich, ein Folien-
unterstiitztes Verfahren in Verbindung mit einem
Leiterrahmenverbund oder schon vereinzelten
Leiterrahmeneinheiten zu verwenden. Auch hierbei kann mit
Vorteil erreicht werden, dass kein Metall des Leiterrahmens

im Bereich der ersten Seitenfldchen des fertiggestellten
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Bauelements sichtbar ist. Vorteilhaft kann es sein, wenn bei
einem Folien-unterstiitzten Formverfahren Sorge dafiir getragen
wird, dass mdglichst kein Flitter beim spateren Vereinzeln
entsteht, auch wenn Schwankungen der Hohen der einzelnen auf
die Folie aufgesetzten Bauteile, beispielsweise
Halbleiterchips, Klebeschichten und/oder weitere Schichten
wie etwa Wellenlangenkonversionsschichten auf den

Halbleiterchips, vorliegen.

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform weist ein elektronisches
Bauelement ein Gehduse auf, das mit dem hier beschriebenen
Verfahren hergestellt wird und in dem zumindest ein

Halbleiterchip im Kunststoffgehduseteil angeordnet ist.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform grenzt bei dem hier
beschriebenen Kunststoffgehduseteil zumindest eine erste
Seitenflache an eine zweite Seitenfldche an. Beispielsweise
kann auch eine zweite Seitenfldche an zwei Seiten an jeweils
eine erste Seitenflidche angrenzen. Dariilber hinaus kann auch
eine erste Seitenflidche an zwei Seiten an jeweils eine zweite
Seitenflache angrenzen. Darlber hinaus ist es auch méglich,
dass zwel erste Seitenfldchen aneinander angrenzen, die
wiederum jeweils an zweite Seitenfldchen angrenzen.
Aneinander angrenzende Seitenflachen bilden AuBRenkanten des
Kunststoffgehduseteils. Insbesondere kann eine AuBenkante,
die durch eine erste und eine zweite daran angrenzende
Seitenflache gebildet wird, eine nicht-rechtwinklige
AulBenkante sein. Mit anderen Worten weist das
Kunststoffgehduseteil vorzugsweise zumindest eine erste
Seitenflache und eine daran angrenzende zweite Seitenfliche
auf, die nicht unter einem rechten Winkel aneinander
angrenzen und somit eine nicht-rechtwinklige AuBenkante

bilden. Der Winkel, unter dem die Seitenfldchen aneinander
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angrenzen, kann beispielsweise ein 135°-Winkel oder ein 120°-
Winkel sein. Dariber hinaus sind auch andere Winkel zwischen

ersten und zweiten Seitenflachen mdglich.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform weist das
Kunststoffgehduseteil eine Grundform auf, die von einer
rechteckigen Grundform abweicht. Die Grundform des
Kunststoffgehduseteils kann insbesondere die
Querschnittsfldache des Kunststoffgehduseteils entlang der
Haupterstreckungsebene des Kunststoffgehduseteils sein, die
der Haupterstreckungsebene des Gehauseteileverbunds
entspricht. Insbesondere kann die Grundform beispielsweise
durch eine Grundfldche des Kunststoffgehduseteils definiert
sein, so etwa beigspielsweise durch eine Unterseite. Das
Kunststoffgehduseteil kann hierbei zweite Seitenflichen
aufweisen, die jeweils paarweise zueinander rechtwinklig oder
parallel angeordnet sind. So kann das Kunststoffgehduseteil
insbesondere ausschliellich zueinander paarweise parallele
oder rechtwinklig angeordnete zweite Seitenflachen zusatzlich
zu den ersten Seitenfldchen aufweisen, so dass das
Kunststoffgehduseteil ohne die ersten Seitenfldchen aufgrund
der zweiten Seitenfldchen eine rechteckige Grundform hatte.
Die ersten Seitenfldchen hingegen sind nicht-rechtwinklig und
nicht-parallel zu den zweiten Seitenfldchen angeordnet,
wodurch sich eine von einer rechteckigen Grundform
abweichende Grundform ergeben kann. Die zweiten Seitenflédchen
kénnen insbesondere gerade Flachen sein, wahrend die ersten
Seitenflachen gerade, geknickte oder auch gebogene
Seitenfldachen sein kdénnen. BReispielsweise kann das
Kunststoffgehduseteil eine mehreckige Form aufweise, so etwa
eine finf-, sechs-, sieben- oder achteckige Form oder eine
Form mit noch mehr Ecken, wobei die Ecken hierbei durch die

AuBenkanten von Jjeweils zwel aneinander angrenzenden
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Seitenflachen gebildet werden. Dariiber hinaus kann das
Kunststoffgehduseteil auch gebogene Seitenflidchen aufweisen,
die in einer Schnittebene parallel zur Haupterstreckungsebene
des Kunststoffgehduseteils eine Biegung entlang eines
Segments eines Kreises, einer Ellipse oder einer beliebigen
polygonalen Kurve aufweisen. Mit anderen Worten kodnnen durch
die ersten Seitenflidchen Abschriagungen und/oder Abrundungen
des Kunststoffgehduseteils gebildet werden, die nur schwer
oder auch gar nicht durch Trennverfahren hergestellt werden

kdnnen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist zumindest eine
erste Seitenfldache eine Neigung auf, die von einer Neigung
einer zweiten Seitenflache abweicht und unterschiedlich zu
dieser ist. Mit Neigung wird eine Verkippung einer
Seitenflache um eine Kippachse bezeichnet, die in der
Haupterstreckungsebene des Kunststoffgehduseteils oder
parallel zu dieser liegt. Aufgrund einer oder mehrerer
verkippter erster Seitenflachen kann sich der Querschnitt des
Kunststoffgehduseteils in unterschiedlichen Schnittebenen
parallel zur Haupterstreckungsebene des
Kunststoffgehduseteils adndern und nach oben hin
beispielsweise breiter oder schmédler werden. Zur Herstellung
von ersten Seitenfldchen mit einer zu den zweiten
Seitenflachen unterschiedlichen Neigung kdénnen Formstifte
verwendet werden, die eine konische Form aufweisen, die also
beispielsweise einen Querschnitt aufweisen, der sich mit
wachsender Entfernung zur Formwerkzeughdlfte, deren Teil die
Formstifte sind, kleiner wird. Die Formstifte konnen hierbei
beispielsweise als Zylinder oder Kegelstimpfe oder

Pyramidenstimpfe ausgebildet sein.
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Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist zumindest eine
erste Seitenfldche eine Vertiefung oder Ausbuchtung auf. Die
Vertiefung oder Ausbuchtung kann insbesondere eine
Oberflachenstruktur sein, die nicht oder nur schwer durch ein
Trennverfahren herstellbar ist. Beispielsweise kann eine
Vertiefung oder Ausbuchung in Form einer Justierhilfe,
beispielsweise flir ein weiteres auf dem Bauelement
anzuordnendes Element wie etwa ein optisches Element, oder
ein Einrastelement zur Befestigung eines weiteren Elements

auf dem Bauelement sein.

Bei den hier beschriebenen Verfahren und Gegenstadnden lassen
sich mit Vorteil nicht-rechteckige Gehduse und somit nicht-
rechteckige Bauelemente mit einem Transfer-
Spritzpressverfahren oder einem Formpressverfahren
herstellen. Die Formgebung der Gehduse und Bauelemente ist
dabei weitgehend frei mdéglich, sodass AuBenflichen,
insbesondere erste AuBlenflichen, als Alignment- oder
Befestigungsflachen fir weitere Elemente wie beispielsweise
optische Komponenten dienen kénnen. Beispielsweise kdnnen
erste Seitenflachen, die Abschragungen oder Abrundungen
bilden, in einer runden Aussparung unter einer Linse als
Alignment- oder Befestigungsflachen dienen. Weiterhin sind
Oberflachenstrukturen fir die Befestigung des Gehduses
beziehungsweise des Bauelements selbst oder weiterer Elemente
moglich. So ist es beispielsweise auch mdglich, das Gehause
oder elektronische Bauelement aufgrund von Einrastelementen
in den ersten Seitenfldchen mit einer elektrischen
Kontaktierung mit Federkontaktstiften (,pogo pins™)
einzuklipsen. Die ersten Seitenflidchen, die nicht durch ein
Trennverfahren hergestellte AuBenfldchen sind, sondern durch
das Formwerkzeug und gegebenenfalls den verwendeten

Leiterrahmen definiert werden, kdonnen sehr enge Toleranzen
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aufweisen. Hierdurch kann es mdéglich sein, iUbliche Toleranzen
bei Trennverfahren wie beispielsweise einem Sage- oder
Trennschleifverfahren zu umgehen, insbesondere wenn Bauteile
aneinander oder an anderen Bauteilen ausgerichtet werden
miissen. Da die ersten Seitenfldchen bereits durch den
Formprozess definiert und im spateren Prozess, wie
beispielsweise einem Trennverfahren, nicht mehr zerstdrt
werden, konnen diese beispielsweise auch flir Markierungen wie
etwa einen Lasercode zur Registrierung und Verfolgbarkeit

eines Bauelements zur Verfigung stehen.

Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen

Ausfihrungsbeispielen.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Verfahrens zur
Herstellung eines Gehauses fir ein elektronisches

Bauelement gemal einem Ausfihrungsbeispiel,

Figuren 2 bis 7B schematische Darstellungen von Komponenten
und Verfahrensschritten eines Verfahrens zur
Herstellung eines Gehauses fir ein elektronisches
Bauelement gemdl einem weiteren

Ausfihrungsbeispiel,

Figuren 8A und 8RB schematische Darstellungen eines
elektronischen Bauelements gemal einem weiteren

Ausfihrungsbeispiel,
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Figuren 9A bis 20 schematische Darstellungen von
Formwerkzeugen und elektronischen Bauelementen

gemall weiteren Ausfihrungsbeispielen,

Figuren 21A bis 22D schematische Darstellungen von Formen von
Kunststoffgehduseteilen und Formstiften gemal

weiteren Ausfiihrungsbeispielen und

Figuren 23 und 24 schematische Darstellungen eines
elektronischen Bauelements und eines Formwerkzeugs

gemall weiteren Ausfihrungsbeispielen.

In den Ausfihrungsbeispielen und Figuren ké&nnen gleiche,
gleichartige oder gleich wirkende Elemente jeweils mit
denselben BRezugszeichen versehen sein. Die dargestellten
Elemente und deren GroRenverhdltnisse untereinander sind
nicht als maBstabsgerecht anzusehen, vielmehr kdnnen einzelne
Elemente, wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente
und Bereiche, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum
besseren Verstandnis lUbertrieben groB dargestellt sein. Sind
in einer Figur eine Vielzahl gleichartiger Elemente oder
Komponenten gezeigt, so kénnen der Ubersichtlichkeit halber
nur einige dieser gleichartigen Elemente oder Komponenten mit

Bezugszeichen versehen sein.

In Figur 1 ist ein Ausfihrungsbeispiel fir ein Verfahren zur
Herstellung eines Gehduses fiir ein elektronisches Bauelement
gezeigt. Hierbei wird in einem ersten Verfahrensschritt 100
in einem dreidimensionalen Formprozess mit einem Kunststoff
ein Gehauseteileverbund einer Mehrzahl zusammenhangender
Kunststoffgehduseteile hergestellt. In einem weiteren
Verfahrensschritt 200 wird der Gehduseteileverbund in einem

Trennverfahren in eine Mehrzahl einzelne
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Kunststoffgehduseteile zerteilt, von denen jedes zumindest
einen Teil eines Gehduses bildet. Weitere Merkmale des
Verfahrens werden in Verbindung mit den folgenden Figuren

beschrieben.

Insbesondere wird in Verbindung mit den Figuren 2 bis 7B rein
beispielhaft ein Verfahren zur Herstellung eines Gehauses fir
ein elektronisches Bauelement beschrieben, das als so
genanntes QFN-Gehduse ausgebildet ist. Zur Herstellung eines
Gehduses fir ein solches Bauelement wird ein Formprozess
ausgewahlt aus Transfer-Spritzpressen oder Formpressen
verwendet, bei dem ein Leiterrahmen mit einem Kunststoff
umspritzt wird. Hierdurch entsteht ein so genannter Nutzen,
der gegebenenfalls nach weiteren Montage- und
Bearbeitungsschritten vereinzelt wird. Einzelne
Herstellungsschritte zur Herstellung des Gehduses werden im
Folgenden genauer erlautert, wobei zusdtzlich zu den
beschriebenen Verfahrensschritten zwischen, vor oder nach
diesen auch weitere Verfahrensschritte, beispielsweise zur
Montage weiterer Komponenten oder zur weitergehenden

Bearbeitung, moéglich sind.

In Figur 2 ist ein Verfahrensschritt gezeigt, in dem ein
Leiterrahmenverbund 10 bereitgestellt wird. Der
Leiterrahmenverbund 10 weist eine Mehrzahl wvon
Leiterrahmeneinheiten 11 auf, die durch die gestrichelten
Linien gekennzeichnet sind. Die Leiterrahmeneinheiten 11 sind
im Leiterrahmenverbund 10 miteinander verbunden und bilden
entsprechend eine Matrix aus Leiterrahmeneinheiten 11. Jede
der Leiterrahmeneinheiten 11 weist im gezeigten
Ausfihrungsbeispiel zwei Leiterrahmenteile 12 auf, die durch

einen Spalt 14 voneinander getrennt sind, sodass eine gspatere
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elektrische Kontaktierung eines elektronischen Bauteils wie

etwa eines Halbleiterchips mdéglich ist.

Der Leiterrahmenverbund 10 weist in Bereichen zwischen den
Leiterrahmeneinheiten 11 Verbreiterungen des Spalts 14 auf.
Diese bilden zusammen mit Vertiefungen in einer Rilckseite des
Leiterrahmens, die beispielsweise in Figur 5B zu sehen sind,
Bereiche mit einer reduzierten Materialstarke des
Leiterrahmens, die eine erleichterte Trennung des
Leiterrahmenverbunds 10 in vereinzelte Leiterrahmeneinheiten

11 durch ein Trennverfahren ermdglichen.

Weiterhin weist der Leiterrahmenverbund Offnungen 14 auf, die
jeweils von vier Leiterrahmeneinheiten 11 beziehungsweise
Leiterrahmenteilen 12 umgeben sind. Die Offnungen 14 sind
nahezu rautenférmig, sodass die Leiterrahmeneinheiten 11 im
Wesentlichen eine achteckige Grundform aufweisen. Leichte
Abweichungen von dieser Grundform ergeben sich beispielsweise
durch Bereiche zwischen den Leiterrahmeneinheiten 11, die zur

spadteren Vereinzelung vorgesehen sind.

In einem weiteren Verfahrensschritt, der in Verbindung mit
den Figuren 3 und 4 gezeigt ist, wird ein Formwerkzeug 90
bereitgestellt, in das der Leiterrahmenverbund 10 eingelegt
wird. Die in Figur 2 gezeigten Spalte 14 zwischen den
einzelnen Leiterrahmenteilen 12 sind in Figur 3 der

Ubersichtlichkeit halber nicht gezeigt.

Das Formwerkzeug 90 weist eine obere Formwerkzeughalfte 91
und eine untere Formwerkzeughalfte 92 auf, die ein- oder
mehrteilig sein kodnnen und die zusammengefiigt eine durch
einen Hohlraum gebildete Formkammer bilden, in der der

Leiterrahmenverbund 10 angeordnet ist.
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Die Darstellung der Figur 4 entspricht einer Aufsicht auf die
einen Teil der Formkammer bildenden Unterseite der oberen
Formwerkzeughdlfte 91 aus Sicht der unteren
Formwerkzeughalfte 92 beziehungsweise aus Sicht des
Leiterrahmens 10. Die mit AA eingezeichnete Schnittebene
kennzeichnet die Schnittebene, die in Figur 3 gezeigt ist.
Das Formwerkzeug 90 kann weitere Teile zur Durchfihrung des
Formprozesses aufweisen, die dem Fachmann je nach verwendetem
Formprozess bekannt sind und daher hier der Ubersichtlichkeit

nicht gezeigt sind.

Im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel weist die obere
Formwerkzeughalfte 91 Formstifte 93 auf. Die Formstifte 93
sind so ausgebildet, dass sie eine rautenfdrmige
Querschnittsfldche aufweisen, wie in Figur 4 erkennbar ist.
Insbesondere entspricht die Position der Formstifte 93 den
Offnungen 14 im Leiterrahmenverbund 10, wobei die Formstifte
93 eine groRere Querschnittsflidche als die Offnungen 14
aufweisen. Wie in Figur 3 erkennbar ist, liegen die
Formstifte 93 dadurch im Bereich der Offnungen 14 auf dem

Leiterrahmenverbund 10 auf und dichten mit diesem ab.

Zusatzlich zu den Formstiften 93 weist das Formwerkzeug 90
als Teil der oberen Formwerkzeughalfte 91 Formelemente 94
auf, die ebenfalls auf dem Leiterrahmen 10 aufliegen und
durch die beim Formprozess Kavitadten definiert werden, in
denen jeweils ein Teil einer Leiterrahmeneinheit 11 frei wvon
Kunststoff ist. Da die obere Formwerkzeughalfte 921 mit den
Formstiften 93 und den Formelementen 94 ausschlieRlich auf
dem Leiterrahmenverbund 10 aufsetzt, liegen alle Dichtfldchen
flir den Formprozess in einer Ebene, die durch die Oberseite

des Leiterrahmenverbunds 10 gebildet wird, sodass flr die
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Formstifte 93 die gleichen Toleranzen gelten wie flur die

Formelemente 94.

In einem dreidimensionalen Formprozess, der Transfer-
Spritzpressen oder Formpressen ist, wird in die durch die
Formwerkzeughalften 91, 92 gebildete Formkammer ein
Kunststoff eingebracht, der die Hohlrdume in der Formkammer
ausfillt und so einen Gehaduseteileverbund 20 einer Mehrzahl
von Kunststoffgehauseteile 21 bildet, der in den Figuren 5A
und 5B gezeigt ist. Insbesondere bilden der
Leiterrahmenverbund 10 und der an diesen angeformte
Gehduseteileverbund 20 einen Gehauseverbund 30. Figur 5A
zeigt eine Aufsicht auf eine Oberseite des Gehduseverbunds
30, wahrend Figur 5B eine Aufsicht auf eine teilweise durch
den Leiterrahmenverbund 10 gebildete Unterseite des
Gehduseverbunds 30 darstellt. Entsprechend bilden die
Leiterrahmeneinheiten 11 und die angeformten
Kunststoffgehduseteile 21 den Gehduseverbund 30 bildende
zusammenhangende Gehduse 31. Mit Hilfe der gestrichelten
Linien sind in den Figuren 5A und 5B eine einzelne
Leiterrahmeneinheit 11, ein einzelnes Kunststoffgehiduseteil

21 sowie ein einzelnes Gehause 31 gekennzeichnet.

Wie in Figur b5A erkennbar ist, weist der Gehauseverbund 30
Offnungen 34 auf, die durch den Formprozess und insbesondere
durch die Formstifte 93 erzeugt werden. Die Offnungen 34 sind
von Seitenfldchen 23 umgeben, die aufgrund des
Herstellungsprozesses angeformte erste Seitenflachen 23 der
spadter vereinzelten Gehause 31 ergeben. Weiterhin weist der
Gehduseverbund fiir jedes Gehause 31 eine Kavitat 22 auf, die
im Formprozess durch die Formelemente 94 erzeugt werden und
in denen die jeweilige Leiterrahmeneinheit 11 teilweise

freiliegt und somit zuganglich ist, um ein elektronisches
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Bauelement wie etwa einen elektronischen Halbleiterchip zu

montieren und zu kontaktieren.

In Figur 6 ist der Gehauseverbund 30 in einer Aufsicht
gezeigt, wobei hier mit Hilfe der gestrichelten Linien
Trennlinien 50 gekennzeichnet sind, entlang derer eine
Vereinzelung des Gehauseverbunds 30 und somit auch eine
gemeinsame Vereinzelung des Leiterrahmenverbunds 10 und des
Gehauseteileverbunds 20 erfolgt. Die Vereinzelung kann
mittels eines geeigneten Trennverfahrens wie beispielsweise
Sdgen oder Trennschleifen oder eines anderen oben im
allgemeinen Teil genannten Verfahrens erfolgen. Die
Trennlinien 50 sind zueinander orthogonal und parallel

ausgerichtet.

In den Figuren 7A und 7B ist ein entsprechendes vereinzeltes
Gehduse 91 in einer Aufsicht auf eine Oberseite gemal Figur 7
sowie in einer Aufsicht auf eine im Wesentlichen durch die
Leiterrahmeneinheit 11 gebildete Unterseite gemall Figur 7B
gezeigt. Das Gehause 31 weist zusatzlich zu den ersten
Seitenflédchen 23, die bereits im Gehauseverbund 30 erkennbar
waren, zweite Seitenflédchen 24 auf, die durch das
Trennverfahren erzeugt werden und die im Unterschied zu den
ersten Seitenfldchen 23 Spuren des Trennverfahrens aufweisen
kénnen. Aufgrund des Aufliegens und der Abdichtung der
Formstifte 93 auf dem Leiterrahmenverbund 10, wie oben in
Verbindung mit Figur 3 beschrieben ist, ist der Leiterrahmen
im Bereich der ersten Seitenfldchen 23 sichtbar und ragt

unter dem Kunststoffgehduseteil 21 hervor.

Die ersten Seitenfldchen 23 grenzen an zweite Seitenfldchen
24 an und bilden mit diesen nicht-rechtwinklige AuBenkanten,

sodass das Kunststoffgehduseteil 21 und damit das Gehduse 31
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eine von einer rechteckigen Grundform abweichende Grundform
aufweist. Im gezeigten Ausfihrungsbeispiel weist das
Kunststoffgehduseteil 21 und somit das Gehduse 31 eine
achteckige Grundform auf. In Verbindung mit den Figuren 19A
bis 19E sind weiter unten weitere beispielhafte Grundformen

flir das Kunststoffgehduseteil 21 beschrieben.

In den Figuren 8A und 8B sind schematische Darstellungen
eines Ausfihrungsbeispiels fiir ein elektronisches Bauelement
40 gezeigt, das ein gemal der vorherigen Beschreibung
hergestelltes Gehause 31 aufweist. Die Darstellung der Figur
8B entspricht dabei einem Schnitt entlang der Schnittebene AA
durch das in Figur 8A in einer Aufsicht von einer Oberseite

her gezeigte elektronische Bauelement 40.

Das elektronische Bauelement 40 weist einen elektronischen
Halbleiterchip 41 im Gehause 31 auf, der auf der
Leiterrahmeneinheit 11 mittels Kontaktierungen 42 wie
beispielsweise Lotkontaktierungen montiert und elektrisch
kontaktiert ist. Der elektronische Halbleiterchip 41 kann
beispielsweise ein optoelektronischer Halbleiterchip wie etwa
ein Leuchtdiodenchip oder ein Fotodiodenchip sein. Weiterhin
kann der elektronische Halbleiterchip auch ein anderer,
nicht-optoelektronisch aktiver Halbleiterchip wie etwa ein
Transistor oder ein integrierter Schaltkreis sein. Der
elektronische Halbleiterchip 41 und entsprechend auch die
Ausbildung des Leiterrahmens 11 ist rein beispielhaft und
kann je nach Ausfiithrung des Halbleiterchips 41 von der
gezeigten Darstellung abweichen. Weiterhin ist es auch
moglich, dass weitere Elemente wie etwa weitere elektronische
Komponenten im Gehduse 31 angeordnet sind. Dariber hinaus ist
es auch moglich, dass andere, nicht elektronische Komponenten

im oder auf dem Gehduse 31 angeordnet sind. Im Falle eines
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Licht emittierenden Halbleiterchips 41 kann beispielsweise
ilber diesem ein Wellenlangenkonversionsstoff in Form eines
Konversionsplattchens oder eines Vergusses in der Kavitat 22
beziehungsweise auf dem Halbleiterchip 41 angeordnet sein. Im
Falle von nicht-optoelektronisch aktiven Halbleiterchips 41
kann beispielsweise auch ein lichtundurchlédssiger Deckel auf
dem Gehduse 31 angeordnet sein. Die Montage des
Halbleiterchips 41 kann entweder vor dem in Verbindung mit
den vorherigen Figuren erlauterten Trennschritt zur

Vereinzelung der Gehduse 31 oder auch danach erfolgen.

Dadurch, dass das elektronische Bauelement 40, also
insbesondere das Gehduse 31, eine nicht rechteckige Grundform
aufweist, in der die ersten Seitenfldchen 23 als
Abschragungen zusatzlich zu den zweiten Seitenfldchen 24
ausgebildet sind, ist es mdglich, beispielsweise im Falle
eines Licht emittierenden Bauelements 40 dieses unter einer
Linse mit einer runden Aussparung leichter zu montieren als
ein entsprechendes Bauelement mit einer rechteckigen

Grundform.

In den Figuren 9A und 9B sind weitere Ausfiihrungsbeispiele
flir Formwerkzeuge 90 gezeigt, mittels derer ein Gehduse 31
und entsprechend ein elektronisches Bauelement 40 hergestellt

werden kann, das in Figur 10 gezeigt ist.

Das Formwerkzeug in Figur 9A weist im Vergleich zum
Formwerkzeug der Figur 3 Formstifte 93 auf, die durch die
Offnungen 14 im Leiterrahmenverbund 10 hindurchragen. Hierzu
weisen die Formstifte 93 einen kleineren Querschnitt als die
Offnungen 14 des Leiterrahmenverbunds 10 auf. Insbesondere
liegen die Formstifte 93 bevorzugt auf der unteren

Formwerkzeughalfte 92 auf und dichten mit dieser ab. Dadurch
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braucht der Leiterrahmenverbund 10 nicht so gestaltet zu
werden, dass die Formstifte 93 auf diesem aufsetzen kdnnen,
wodurch bevorzugt kein Vollmaterial im Bereich der Formstifte
93 notwendig ist. Um eine mdglichst gute Abdichtung der
Formelemente 94 und der Formstifte 93 auf dem
Leiterrahmenverbund 10 beziehungsweise auf der unteren
Formwerkzeughdlfte 92 zu erreichen, weisen die Formstifte 93
bevorzugt eine Lange auf, die einer Summe aus der Hohe der
Formelemente 94 und der Dicke des Leiterrahmenverbunds 10

entspricht.

In Figur 9B ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel fir ein
Formwerkzeug 90 gezeigt, bei dem die Formstifte 93 alternativ
zum Ausfihrungsbeispiel der Figur 9A Teil der unteren
Formwerkzeughalfte 92 sind und entsprechend an der oberen

Formwerkzeughalfte anliegen und mit dieser abdichten.

Mittels der Formwerkzeuge 90 der Figuren 9A und 9B kann
jeweils ein Gehduse 31 hergestellt werden, das, wie in Figur
10 gezeigt ist, im Bereich der ersten Seitenflachen 23 die
Leiterrahmeneinheit 11 umformt, sodass der Leiterrahmen im
Bereich der ersten Seitenflachen 23 im Vergleich zum

Ausfihrungsbeispiel der Figuren 8A und 8B nicht freiliegt.

In Figur 11 ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel fir ein
Formwerkzeug 90 gezeigt, das im Vergleich zum Formwerkzeug 90
der Figur 3 keine zylinderfdrmigen sondern sich konisch
verjlingende Formstifte 93 aufweist und mit dem ein Gehduse 31
eine elektronischen Bauelements 40 hergestellt werden kann,
das in Figur 12 gezeigt ist. Insbesondere kdnnen, wie in
Figur 12 gezeigt ist, erste Seitenfldchen 23 hergestellt
werden, die eine Neigung aufweisen, die unterschiedlich zur

Neigung der zweiten Seitenfldchen 24 ist, die aufgrund des
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Trennverfahrens tblicherweise senkrecht zur Grundfladche sind.
Das elektronische Bauelement 40 beziehungsweise das Gehdause
31 des Ausfihrungsbeispiels der Figur 12 stellt somit eine
Modifikation des elektronischen Bauelements 40
beziehungsweise des Gehduses 31 des Ausfiihrungsbeispiels der

Figuren 8A und 8R dar.

In Figur 13 ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel fiir ein
Formwerkzeug 90 gezeigt, das eine Modifikation des in Figur
9A gezeigten Formwerkzeugs 90 darstellt und bei dem, wie beim
Formwerkzeug 90 der Figur 11, die Formstifte 93 mit einer
sich von der ersten Formwerkzeughdlfte 91 weg erstreckenden
verjlingenden Querschnittsfliache aufweisen. Wie in Figur 14
gezeigt ist, kann hierdurch ein elektronisches Bauelement 40
mit einem Gehduse 31 hergestellt werden, das wie im Fall des
in Figur 10 gezeigten Ausfihrungsbeispiels die
Leiterrahmeneinheit 11 im Bereich der ersten Seitenflachen 23
umformt, wobei durch die konische Form der Formstifte 93 die
Seitenflachen 23 eine Neigung unterschiedlich zur Neigung der

zwelten Seitenfldchen aufweisen.

In Figur 15 ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel fiir ein
Formwerkzeug 90 gezeigt, das eine Modifikation des in Figur
9B gezeigten Formwerkzeugs 90 darstellt, bei dem die
Formstifte 93 Teil der unteren Formwerkzeughdlfte 92 sind.
Die Formstifte 93 weisen wie bei den beiden vorherigen
Ausfiihrungsbeispielen der Figuren 11 und 13 konische Formen
auf, sodass, wie in Figur 16 gezeigt ist, ein Gehause 31 filr
ein elektronisches Bauelement 40 hergestellt werden kann, das
geneigte Seitenflachen 23 aufweist. Aufgrund der Anordnung
der Formstifte 93 als Teil der unteren Formwerkzeughdlfte 92

weisen die Seitenflédchen 23 gemal dem Ausfihrungsbeispiel der
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Figur 16 eine entgegengesetzte Neigung im Vergleich zu den

Ausfihrungsbeispielen der Figuren 12 und 14 auf.

In Figur 17 ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel fir ein
Formwerkzeug 90 gezeigt, das im Vergleich zu den vorherigen
Formwerkzeugen Formstifte 93 als Teil der unteren
Formwerkzeughalfte 92 und weitere Formstifte 93 als Teil der
oberen Formwerkzeughalfte 91 aufweist. Die Formstifte 93 der
beiden Formwerkzeughalften 91, 92 liegen im geschlossenen
Formwerkzeug 90 aufeinander auf und dichten aufeinander ab,
so dass durch das Zusammenfiigen der Formwerkzeughdalften 91,
92 die endgliltigen Formstifte gebildet werden. Rein
beispielhaft weisen die Formstifte 93 jeweils eine konische
Form auf, sodass, wie in Figur 16 gezeigt ist, ein Gehduse 31
fiir ein elektronisches Bauelement 40 hergestellt werden kann,
das geknickte Seitenflachen 23 mit unterschiedlich geneigten

Teilfldchen aufweist.

Durch Modifikationen der Form der Formstifte 93 kdnnen auch
erste Seitenfldchen 23 erzeugt werden, die unterschiedlich
geneigte Teilbereiche zur Bildung von Funktionalitéaten
aufweisen, wie in Figur 19 und 20 rein beispielhaft gezeigt
ist. Die ersten Seitenfldchen 23 weisen in diesen
Ausfihrungsbeispielen Vertiefungen oder Ausbuchtungen auf,
die beispielsweise als Justierhilfen oder Einrastelemente
ausgebildet sein kénnen, mittels derer zusatzliche
Komponenten wie beispielsweise optische Komponenten
angeordnet und/oder montiert werden koénnen. Weiterhin ist es
auch moéglich, mittels Einrastelementen das elektronische
Bauelement 40 in eine Halterung einzurasten und

beispielsweise mit Federstiften elektrisch zu kontaktieren.
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In den Figuren 21A bis 21E sind Aufsichten auf
Kunststoffgehduseteile 21 gemal weiteren
Ausfihrungsbeispielen gezeigt, die unterschiedliche
Grundformen aufweisen. In den Figuren 22A bis 220D sind
entsprechend Querschnittsformen der Formstifte 93 zur

Erzeugung der ersten Seitenfldchen 23 dieser gezeigt.

Die in Figur 21A gezeigte Grundform entspricht dabei der in
Verbindung mit den vorherigen Ausfiihrungsbeispielen gezeigten
Grundform. Die ersten Seitenfldchen 23 sind mittels
Formstiften 93 mit der in Figur 22A gezeigten
Querschnittsform herstellbar, wie auch weiter oben in
Verbindung mit dem Verfahren der Figuren 2A bis 7B erlautert

ist.

In Figur 21B ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel gezeigt,
bei dem das Kunststoffgehduseteil 21 eine sechseckige Form
aufweist, bei der jeweils zweil erste Seitenfldchen 23
aneinander angrenzen und eine gemeinsame AuBenkante bilden.
In Figur 22B ist hierzu eine entsprechende Querschnittsform
von geeigneten Formstiften 93 gezeigt, die im Gegensatz zum
Ausfihrungsbeispiel der Figur 22A eine Rautenform aufweist.
Die in Figur 21B gezeigte sechseckige Grundform kann
beispielsweise vorteilhaft sein, wenn eine Vielzahl wvon
elektronischen Rauelementen 40 mit einer solchen Grundform in
einer hexagonalen Matrix angeordnet werden sollen.
Beispielsweise kénnen so elektronische Bauelemente, die Licht
emittierende Halbleiterchips aufweisen, als mehrfarbige

Matrix, beispielsweise als RGB-Matrix, angeordnet werden.

In Figur 21C ist ein Ausfihrungsbeispiel gezeigt, bei dem die
ersten Seitenfldchen 23 in der gezeigten Aufsicht eine

kreissegmentfdrmige Krimmung aufweisen. In Figur 22C ist eine
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entsprechende Querschnittsform fiir hierfiir geeignete

Formstifte 93 gezeigt.

In den Figuren 21D und 21E sind Ausfihrungsbeispiele fir
Kunststoffgehduseteile 21 gezeigt, bei denen die ersten
Seitenflachen 23 eine nach auBen gewdlbte Rundung aufweisen,
was beispielsweise bei einer Anordnung eines elektronischen
Bauelements unter einem runden optischen Element wie etwa
einer Linse vorteilhaft sein kann. In Figur 22D ist eine
Querschnittsfldache fir entsprechend ausgefithrte Formstifte 93

gezeigt.

In Figur 23 ist ein Ausfihrungsbeispiel fir ein
elektronisches Bauelement 40 gezeigt, das ein Gehduse 31 mit
einem Kunststoffgehiduseteil 21 aufweist, der unmittelbar an
einen Halbleiterchip 41 angeformt ist. Mittels nachtraglich
aufgebrachter Kontaktelemente 44 kann der Halbleiterchip 41
elektrisch montiert und kontaktiert werden. Das Gehause 31
des elektronischen Bauelements 40 gemal dem
Ausfihrungsbeispiel in Figur 23 kann die in Verbindung mit
den vorherigen Ausfiihrungsbeispielen beschriebenen
unterschiedlichen geometrischen Ausgestaltungen des
Kunststoffgehduseteils 21 aufweisen, so etwa geneigte ersten
Seitenflachen 23 und/oder erste Seitenfldchen mit
Vertiefungen oder Ausbuchtungen und/oder erste Seitenflédchen

23, die Anschragungen oder Abrundungen bilden.

In Figur 24 ist ein Ausfihrungsbeispiel fir ein Formwerkzeug
90 gezeigt, das zur Herstellung des in Figur 23 gezeigten
Gehaduseteils 21 geeignet ist. Hierbei weist die obere
Formwerkzeughalfte 91 nur die Formstifte 93 auf. In die
untere Formwerkzeughdlfte 92 wird eine Folie mit darauf

angeordneten Halbleiterchips 41 eingelegt, wobei die
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Formstifte 93 nach dem Zusammenfiigen der Formwerkzeughalften
91 und 92 auf der Folie 43 abschlieBen und mit dieser
abdichten. Mittels des oben beschriebenen Verfahrens kdnnen
die Halbleiterchips 41 so mit einem wie gewiinscht
ausgebildeten Gehauseteileverbund aus einem Kunststoff
umformt werden, der anschlieBend durch Zerteilen in einzelne
elektronische Rauelemente 40 mit entsprechend ausgebildeten
Gehdusen 31 und Kunststoffgehduseteile 21 zerteilt werden

kdnnen.

Die Halbleiterchips 41 auf der Folie 43 kénnen beispielsweise
noch zusdtzliche Elemente, etwa im Falle von
Leuchtdiodenchips Wellenlangenkonversionsschichten,
aufweisen, die zusammen mit den Halbleiterchips 41 mit dem

Kunststoffmaterial umformt werden.

Ein solches Folien-unterstiitztes Formverfahren kann auch in
Verbindung mit den vorab beschriebenen Ausfiithrungsbeispielen

verwendet werden.

Die in den Figuren gezeigten Ausfihrungsbeispiele und
Merkmale koénnen gemdl weiteren Ausfithrungsbeispielen auch
miteinander kombiniert werden, auch wenn solche Kombinationen
nicht explizit erwdhnt oder beschrieben sind. Weiterhin
kénnen die in den Figuren beschriebenen Ausfiihrungsbeispiele
zusatzliche oder alternative Merkmale gemall der Beschreibung

im allgemeinen Teil aufweisen.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der

Ausfihrungsbeispiele auf diese beschréankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in

den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
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oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines Gehduses (31) fir ein
elektronisches BRauelement (40), bei dem

- in einem dreidimensionalen Formprozess mit einem Kunststoff
ein Gehauseteileverbund (20) einer Mehrzahl
zusammenhangender Kunststoffgehauseteile (21)
hergestellt wird und

- durch ein Trennverfahren der Gehaduseteileverbund (20) in
eine Mehrzahl einzelner Kunststoffgehiduseteile (21)
zerteilt wird, von denen jedes zumindest einen Teil
eines Gehduses (31) bildet,

wobei der Formprozess Transfer-Spritzpressen oder Formpressen
ist,

wobei fiir den Formprozess ein Formwerkzeug (90) verwendet
wird, das Formstifte (93) aufweist, durch die beim
Formprozess angeformte erste Seitenfldchen (23) an jedem
der Kunststoffgehduseteile (21) erzeugt werden,

wobei durch das Trennverfahren an jedem der
Kunststoffgehauseteile (21) zweite Seitenfldchen (24)
erzeugt werden und

wobel die ersten und zweiten Seitenfldchen (23, 24)

AuBenfldchen der Kunststoffgehduseteile (21) bilden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die zweiten
Seitenfldchen (24) nach dem Zerteilen des
Gehduseteileverbunds (20) Spuren des Trennverfahrens

aufweisen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Formwerkzeug
(90) eine untere Formwerkzeughdlfte (92) und eine obere
Formwerkzeughalfte (91) aufweist, die zusammengefiigt

einen Hohlraum bilden, in dem der Gehauseteileverbund
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(20) hergestellt wird, wobei die Formstifte (93) Teil
der unteren und/oder oberen Formwerkzeughalfte (91, 92)

sind.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem

im Formprozess an einen Leiterrahmenverbund (10) einer
Mehrzahl von zusammenhdngenden Leiterrahmeneinheiten
(11) der Gehauseteileverbund (20) angeformt wird und der
Leiterrahmenverbund (10) zusammen mit dem
Gehduseteileverbund (20) durch das Trennverfahren

zerteilt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4 bei dem der

Leiterrahmenverbund (10) in das Formwerkzeug (90)
eingelegt wird und die Formstifte (93) wadhrend des
Formprozesses auf dem Leiterrahmenverbund (10)

aufliegen.

6. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem der
Leiterrahmenverbund (10) in das Formwerkzeug (90)
eingelegt wird und Offnungen (14) aufweist, durch die
die Formstifte (93) wahrend des Formprozesses

hindurchragen.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6, bei dem das

Formwerkzeug (90) zusdtzlich zu den Formstiften (93)
Formelemente (94) aufweist, durch die beim Formprozess
Kavitdten (22) in den Kunststoffgehduseteilen (21) des
Gehduseteileverbunds (20) hergestellt werden, in denen
jeweils ein Teil einer Leiterrahmeneinheit (11) frei vom

Kunststoff ist.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, bei dem eine
Mehrzahl von Halbleiterchips (41) auf einer Folie (43)
in das Formwerkzeug (90) eingelegt werden und die
Formstifte (93) wahrend des Formprozesses auf der Folie

(43) aufliegen.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem
zumindest eine erste Seitenflache (23) mit einer
Vertiefung oder Ausbuchtung in Form einer Justierhilfe

oder einem Einrastelement aufweist.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem
die Formstifte (93) eine konische Form aufweisen, so
dass die ersten Seitenfldchen (23) mit einer von den
zwelten Seitenflachen (24) unterschiedlichen Neigung

hergestellt werden.

Verfahren zur Herstellung eines elektronischen
Bauelements, bei dem ein elektronischer Halbleiterchip
(41) in einem Gehduse (40) angeordnet wird, das mit dem
Verfahren gemdl einem der Anspriiche 1 bis 10 hergestellt

wird.

Verfahren nach Anspruch 11, bei dem der Halbleiterchip
(41) nach dem Formprozess im Gehause (40) angeordnet

wird.

Verfahren nach Anspruch 11, bei dem der Halbleiterchip
(41) mittels des Formprozesses mit dem

Kunststoffgehdauseteil (21) umformt wird.

Gehduse (31) fir ein elektronisches Bauelement (40), das

durch ein Verfahren gemall einem der Anspriche 1 bis 10
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hergestellt wird und das ein Kunststoffgehduseteil (21)
mit angeformten ersten Seitenfldchen (23) und durch ein
Trennverfahren erzeugten zweiten Seitenfldchen (24)

aufweist, und die ersten und zweiten Seitenflidchen (23,

24) AuBenfliachen des Kunststoffgehiduseteils (21) bilden.

Gehduse (31) nach Anspruch 14, wobei beim
Kunststoffgehduseteil (21) zumindest eine erste
Seitenfldche (23) an eine zweite Seitenflache (24)
angrenzt und mit dieser eine nicht-rechtwinklige

AuBenkante bildet.

Gehduse nach Anspruch 14 oder 15, wobei das
Kunststoffgehduseteil (21) eine von einer rechteckigen

Grundform abweichende Grundform aufweist.

Elektronisches Bauelement (40) mit einem Gehause (31)
gemall einem der Anspriche 14 bis 16, bei dem zumindest
ein Halbleiterchip (41) im Kunststoffgehduseteil (21)

angeordnet ist.
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A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. B29C45/14 HO1L21/56
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

B29C HOIL

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprifstoff gehérende Veréffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Waéhrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie®

Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

X US 8 240 034 B1 (HIEW SIEW S [US] ET AL)

14. August 2012 (2012-08-14)
Spalte 22, Zeile 38 - Spalte 23,
Abbildungen 17-21

A US 6 309 916 B1 (CROWLEY SEAN T [US] ET
AL) 30. Oktober 2001 (2001-10-30)

Abbildung 6

1-17
Zeile 13;

1-17

D Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veréffentlichungen

"A" Veréffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" fruhere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach
dem internationalen Anmeldedatum veréffentlicht worden ist

"L" Veréffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-
scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefuhrt)

"O" Veréffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

"P" Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist

"T" Spétere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstéandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

"X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veroéffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Veréffentlichung mit einer oder mehreren
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung flur einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veréffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
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